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(3) Gehause zur Aufnahme von Baueiementen und Verfahren zu dessen Herstellung 
® Ein Gehause zur Aufnahme von Baueiementen, insbe- 

sondere elektronischen Baueiementen, umfaftt eine Ab- 

deckung und eine Grundplatte, vyobei die Abdeckung und 

die Grundplatte durch eine Leiterplatte einstuckig gebil- 

det sind. Die Leiterplatte weist zumindest einen flexiblen 

Bereich auf, und ist in diesem Bereich derart gebogen, 

date die Abdeckung und die Grundplatte einander gegen- 

uberliegend angeordnet sind. Zwischen der Abdeckung 

und der Grundplatte ist ein Abstandhalteelement ange- 
ordnet. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Gehause 
zur Aufnahme von Bauelementen und auf ein Verfahxen zur 
HersteUung eines Gehauses zur Aufnahme von Bauelemen- 5 
ten, msbesondere auf ein stapelbares Gehause und ein Ver- 
fahren zu dessen HersteUung zur Aufnahme von elektroni- 
schen Bauelementen. 

Hinsichtiich der Gehausung von Bauelementen, wie bei- 
spielsweise Halbleiterbauelementen, sind im Stand der 10 
Techmk mehrere MogUchkeiten bekannt. Beispielsweise 
werden Halbleiterbauelemente auf AnschluBleitungsrah- 
men, sogenannte Leadframes, oder auf organische Substrate 
montiert und mittels einer Verkapselungsmasse umspritzt 
Fur eine Stapelung von Gehausen werden ein oder zwei An- 15 
schluBleitungsrahmen (Leadframes) bendtigt, die urn das 
Gehause gebogen werden miissen. Anstelle der Verwendung 
der AnschluBleitungsrahmen kann eine aufwendige MetaUi- 
sierung und Strukturierung der Gehauseoberflache zur Er- 
zeugung von aufien liegenden Leiterbahnen verwendet wer- 20 
den. Femer konnen groBe Lotkugeln zwischen den freiste- 
henden Substratrandern zur Verbindung eingesetzt werden 
oder es werden senkrechte, metallisierte Stifle oder andere 
Verbindungselemente mit hohem Aufwand eingebracht. 

Ein Beispiel fur ein stapelbares Gehause ist in dem Arti- 25 
,ZLi Die Entwicklun g eines stapelbaren BGA-Packages 
(TB OA)" von R. Leutenbauer, V. Grofier und H. Reichl in 
. . . beschrieben. Dieses stapelbare Gehause besteht aus ei- 
nem LTCC-Material (LTCC = Low Temperature Cofired 
Ceramic = bei niedriger Temperatur, gemeinsam gebrannte 30 
Keramik). Bei einem solchen stapelbaren Gehause werden 
Kerarruklagen, die Durchkontaktierungen aufweisen, ver- 
preBt und gesintert. Die Integration der Bauelemente in das 
Gehause erfolgt mittels Chip- und Drahtbonden. Der Deckel 
rmt Durchkontaktierungen wird hierbei nach der Chipmon- 35 
tage aufgelotet. Auf der Ober- und Unterseite befinden sich 
Lotkugeln fiir die Stapelung. 

Ein Nachteil der obigen Verfahren besteht darin, daB die 
HersteUung eines Gehauses mit Anschlussen auf der Ober- 
und Unterseite in einem standardisierten Raster mit hohen 40 
Kosten emhergeht, und eine Integration von ungehausten 
Halbleiterbauelementen und SMD-Komponenten (SMD = 
Surface Mounted Device = oberflachenbefestigtes Bauele- 
ment) mcht mogUch ist. Femer ermoglichen die bekannten 
Gehause hinsichtiich der Kontaktierungsmethode, wie bei- 45 
spiekweise dem Flip-Chip-, Chip- und Drahtbonden, keine 
flexible Integrationslosung. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik Uegt der vorUe- 
genden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Gehause zur 
Aufnahme von Bauelementen und ein Verfahren zu dessen 50 
HersteUung zu schafTen, welches auf kostengiinstige Art 
und Weise die Ausfiihrung von Anschlussen auf der Ober- 
und Unterseite in einem standardisierten Raster ermogUcht, 
X_ Inte S ration un S ehSuster Halbleiterbauelemente und 
SMD-Komponenten ermogUcht, und hinsichtUch des ver- 55 
wendeten Kontaktierungsverfahrens flexibel ist. 

Diese Aufgabe wird durch ein Gehause gemaB Patentan- 
spruch 1 sowie durch ein Verfahren gemaB Patentanspruch 8 
gelost. r 

Die vorUegende Erfindung schafTt ein Gehause zur Auf- 60 
nahme eines Bauelements, insbesondere ein stapelbares Ge- 
hause zur Aufnahme eines elektronischen Bauelements, mit 
emer Abdeckung und einer Grundplatte, wobei 
die Abdeckung und die Grundplatte durch eine Leiterplatte 
emstuckig gebildet sind, ^ 

die Leiterplatte zumindest einen flexiblen Bereich aufweist 
und 

die Leiterplatte in ihrem flexiblen Bereich derart gebogen 



ist, daB die Abdeckung und die Grundplatte im wesentlichen 
zueinander gegenuberUegend angeordnet sind, und zwi- 
schen der Abdeckung und der Grundplatte ein Abstandhal- 
teelement angeordnet ist. 

Die vorUegende Erfindung schafft ein Verfahren zur Her- 
steUung eines Gehauses zur Aufnahme eines Bauelements, 
insbesondere eines stapelbaren Gehauses zur Aufnahme ei- 
nes elektronischen Bauelements, mit folgenden Schritten: 
BereitsteUen einer Leiterplatte mit zumindest einem ersten 
Bereich, einem zweiten Bereich und zumindest einem flexi- 
blen Bereich; 

Bestucken der Leiterplatte mit Bauelementen, in zumindest 
einem der ersten und zweiten Bereiche; 
Umklappen der Leiterplatte durch Verbiegen des zumindest 
einen flexiblen Bereichs, derart, daB der erste und der zweite 
Bereich der Leiterplatte im wesentUchen einander geeen- 
iiberiiegen; und 

Anordnen eines Abstandhalteelements zwischen dem ersten 
und dem zweiten Bereich der Leiterplatte. 

GemaB einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiei der vor- 
Uegenden Erfindung ist die Abdeckung und die Grundplatte 
auf ihrer dem Gehause abgewandten Hauptoberflache je- 
weils mit einem identischen AnschluBflachenraster verse- 
hen, so daB sich ein Gehause ergibt, welches stapelbar ist 
Der Vorteil des erflndungsgemaBen Gehauses sowie des er- 
flndungsgemaBen stapelbaren Gehauses Uegt in der Mog- 
Uchkeit der preiswerten Ausfuhrung des Gehauses mit An- 
schlussen auf der Ober- und Unterseite in einem standardi- 
sierbaren Raster. 

Ein weiterer Vorteil der vorUegenden Erfindung besteht 
dann, daB ungehauste Halbleiterbauelemente und SMD- 
Komponenten in dem Gehause gemeinsam integriert wer- 
den konnen. 

Ein weiterer Vorteil der vorUegenden Erfindung besteht in 
der hohen RexibiUtat hinsichtUch des gewahlten Kontaktie- 
rungsverfahrens (FUr>Chip-, Chip- und Drahtbonden) der in 
dem Gehause anzubringenden Bauelemente. 

Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der vorUegenden 
Lrnndung sind in den Unteranspriichen definiert 

Nachfolgend werden anhand der beiUegenden Zeichnun- 
gen bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorUegenden Er- 
findung naher beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 ein erstes Beispiel einer Leiterplatte, wie sie gemaB 
der vorUegenden Erfindung verwendet wird; 

Fig. 2 eine vergroBerte DarsteUung eines Abschnitts einer 
Leiterplatte; 

Fig. 3A-C ein erstes Ausfuhrungsbeispiei des Verfahrens 
zur HersteUung eines Gehauses gemaB der vorUegenden Er- 
findung; 

Fig 4 ein weiteres Beispiel einer Leiterplatte, die zur 
HersteUung eines Gehauses gemaB der vorUegenden Erfin- 
dung dient; & 

Fig. 5 das Gehause, das durch Verwendung der Leiter- 
platte aus Fig. 4 hervorgegangen ist; und 

Fig 6 ein Beispiel fiir ein AnschluBflachenraster auf der 
Abdeckung und/oder Grundplatte des Gehauses. 

In Fig. 1 ist ein erstes Beispiel einer Leiterplatte darge- 
steUt, wie sie gemaB der vorUegenden Erfindung verwendet 
werden kann. Die leiterplatte ist in ihrer Gesamtheit mit 
dem Bezugszeichen 100 versehen und umfaBt einen flexi- 
blen Fohentrager 102 sowie einen ersten Abschnitt 104 ei- 
nen zweiten Abschnitt 106 und einen dritten Abschnitt 108. 
Der erste Abschnitt 104 umfaBt einen flexiblen Trager 104a 
und einen starren Trager 104b, die auf den FoUentrtger 102 
lamimert sind. Der zweite Abschnitt 106 umfaBt einen auf 
den Fohentrager 102 laminierten starren Trager 106a Der 
dntte Abschnitt 108 umfaBt einen starren Trager 108a sowie 
einen flexiblen Trager 108b, die auf den Fohentrager larm! 
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niert sind. Die starren Trager 104b, 106a, 108a bestehen bei- 
spielsweise aus FR-4-Elementen (FR-4 = ....), welche aus 
Epoxidharz und Glasfasermatten bestehen, Ferner sind Be- 
reiche 110 vorgesehen, in denen kein starrer Trager angeord- 
net ist. In diesen Bereichen liegt der Folientrager 102 frei, 
und daher sind diese Bereiche 110 flexibel und werden nach- 
folgend auch als flexible Bereiche 110 der Leiterpiatte 100 
bezeichnet. An dieser Stelle kann die Leiterpiatte 100 gebo- 
gen werden. Der Folientrager 102 kann zusatzlich ein- oder 
beidseitig mit einer Metallisierung versehen sein. 

Wie im folgenden noch detaillierter beschrieben werden 
wird, wird das erfindungsgemaBe Gehause unter Verwen- 
dung der Leiterpiatte 100, welche aufgrund einer starr-flexi- 
blen Leiterplattentechnologie hergestellt ist, gebildet. Bei 
dem in Fig. 1 dargesteilten Ausfuhrungsbeispiel der Leiter- 
piatte 100 zur Herstellung eines Gehauses bildet der erste 
Abschnitt 104 einen Boden oder eine Grundplatte des Ge- 
hauses, der zweite Abschnitt 106 bildet einen Deckel oder 
eine Abdeckung des Gehauses und der dritte Abschnitt 108 
bildet eine innerhalb des Gehauses liegende Zwischenlage. 
Der starre Trager 104b der Grundplatte 104 ist bei dem in 
Fig. 1 dargesteilten Ausfuhrungsbeispiel der Leiterpiatte 
100 mit einer Mehrzahl von Lotkugelkontakten oder An- 
schluBflachen 112 versehen, welche beispielsweise in einem 
Raster flachig angeordnet sein konnen, wobei die Lotkugel- 
kontakte 112 in diesem Fall sogenannte BGA-Balls sind 
(BGA = Ball Grid Array). Das Vorsehen der Lotkugelkon- 
takte 112 in einem flachig angeordneten Raster ermoglicht 
eine einfache Befestigung bzw. Montage des sich ergeben- 
den Gehauses auf einer Haupt-Leiterplatte. Die Lotkugel- 
kontakte 112 des ersten Abschnitts 104 sind uber Durchkon- 
taktierungen 114 mit dem Folientrager 102 in Kontakt. Im 
Trager 106a des zweiten Abschnitts 106 sind ebenfalls 
Durchkontaktierungen 116 vorgesehen. 

Es wird darauf hingewiesen, daB in Fig. 1 lediglich ein 
Beispiel einer Leiterpiatte dargestellt ist, wie sie zur Herstel- 
lung des erfindungsgemaBen Gehauses verwendet wird. An- 
stelle der dargesteilten drei Abschnitte 104, 106 und 108 
kann die Leiterpiatte auch derart ausgestaltet sein, daB auf 
die Zwischenlage 108 verzichtet wird, wobei in diesem Fall 
lediglich ein einziger flexibler Bereich 110 zwischen der 
Abdeckung 106 und dem Boden bzw. der Grundplatte 104 
vorgesehen ist. Anstelle der dargesteilten einen Zwischen- 
lage 106 konnen selbstverstandlich auch mehrere Zwischen- 
lagen vorgesehen sein, die dann durch entsprechende flexi- 
ble Bereiche voneinander getrennt sind, um eine entspre- 
chende Verbiegung der Leiterpiatte zur Herstellung des Ge- 
hauses zu ermoglichen. 

Anhand der Fig. 1 wurde eine Leiterpiatte 100 beschrie- 
ben, bei der die Trager 104b, 106a und 108a starr sind, je- 
doch konnen anstelle der starren Trager ebenso flexible Tra- 
ger verwendet werden. 

In Fig. 2 ist eine vergroBerte Darstellung eines Abschnitts 
einer Leiterpiatte 200 dargestellt. Die Leiterpiatte umfaBt 
den flexiblen Folientrager 202 sowie einen ersten Abschnitt 
204 und einen zweiten Abschnitt 206. Der erste Abschnitt 
204 bildet einen Boden bzw. eine Grundplatte des herzustel- 
lenden Gehauses und ist durch einen starren Trager 208, 
welcher auf den flexiblen Folientrager 202 auf laminiert ist, 
sowie durch einen flexiblen Trager 210, der ebenfalls auf 
den Folientrager 202 auf laminiert ist, gebildet. Der starre 
Trager 208 weist ein Durchgangsloch 212 auf, welches sich 
von der dem Folientrager 202 abgewandten Hauptoberfla- 
che 214 des starren Tragers 208 durch denselben bis auf den 
Folientrager 202 erstreckt. Die Innenbewandung des Durch- 
gangslochs 212 ist durch eine Metallschicht 216 metalli- 
siert. Die Hauptoberflache 214 des starren Tragers 208 ist 
mit einer Metallschicht 218 beschichtet, auf der ein BGA- 



Ball 220 angeordnet ist, der eine Verbindung des Abschnitts 
204, welcher den Boden eines Gehauses bildet, mit einer 
Haupt-Leiterplatine, auf der das Gehause anzuordnen ist, er- 
moglicht. 

5 Der flexible Folientrager 202 weist im Bereich des ersten 
Abschnitts 204 ein erstes Mikro-Durchgangsloch 222 auf. 
Der Lotkontakt 220 ist uber das Durchgangsloch 216, eine 
Metallisierung 223 und uber das Mikrodurchgangsloch 222 . 
mit einer Leiterbahn 224 verbunden, die auf dem flexiblen- 

10 Folientrager 202 angeordnet ist. 

Der flexible Trager 210 weist eine Metallisierungschicht 
226 auf, und ferner ist ein Bauelement 228 uber einen Lot- 
kontakt 230 mit der Metallisierung 226 verbunden. Femer 
ist in dem flexiblen Trager 210 ein Mikrodurchgangsloch 

15 232 vorgesehen, welches die Metallisierungsschicht 226 mit 
der Leiterbahn 224 auf dem flexiblen Folientrager 202 ver- 
bindet. 

Der. erste Abschnitt 204 umfaBt femer ein Abstandh alt- 
element 234, das bei dem in Fig. 2 dargesteilten Ausfuh- 
20 rungsbeispiel auf dem flexiblen Trager 210 angeordnet ist. 
Dieses Abstandhaltelement 234 dient beim Umklappen der 
Leiterpiatte dazu, einen vorbestimmten Abstand zwischen 
dem Boden bzw. der Grundplatte 204 und dem Deckel 206 
einzustellen. 

25 Der zweite Abschnitt 206 umfaBt einen starren Trager 
236, welcher auf seiner, dem Folientrager 202 abgewandten 
Hauptoberflache 238 mit einer Metallisierungsschicht 240 
sowie mit einer KontaktanschluBflache 242 versehen ist. 
Ferner ist ein metamsiertes Durchgangsloch 244 in dem 

30 starren Trager 236 vorgesehen, welches sich von der Haupt- 
oberflache 238 desselben bis zum flexiblen Folientrager 202 
erstreckt. Uber eine weitere Metallisierung 246 ist das 
Durchgangsloch mittels eines Mikro-Durchgangsloches 248 
in dem Folientrager 202 mit der Leiterbahn 224 verbunden. 

35 Zwischen dem ersten Abschnitt 204 und dem zweiten Ab- 
schnitt 206 ist ein flexibler Bereich 250 angeordnet, welcher 
allein durch den flexiblen Folientrager 202 gebildet ist. Die- 
ser Bereich wird wahrend der Herstellung des Gehauses um- 
geklappt. 

40 Stellt man sich nun die in Fig. 2 dargesteilten Leiterpiatte 
200 in ihrem umgeklappten Zustand vor, so sind die Ab- 
schnitte 204 und 206 im wesentlichen gegenuberliegend zu- 
einander angeordnet und uber den flexiblen Bereich 250 
verbunden, wobei der Abstand durch das Abstandhaltele- 

45 ment 234 festgelegt ist. Wie in einem solchen Fall.unschwer 
zu erkennen ist, erfolgt mittels der Metallisierung bzw. Lei- 
terbahn 224 auf dem flexiblen Trager 202 und durch die 
Durchgangslocher 222 und 248 eine Verbindung von der auf 
einer Haupt-Leiterplatte zu befestigenden Grundplaune 204 

50 zu dem Deckel 206 des sich bildenden Gehauses, auf dem 
danach weitere Bauelemente oder ein weiteres Gehause an- 
geordnet werden kann. 

Nachfolgend wird anhand der Fig. 3A bis 3C ein bevor- 
zugtes Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemaBen Verfah- 

55 rens zur Herstellung eines Gehauses sowie ein sich ergeben- 
des Gehause naher beschrieben. Das in Fig. 3 beschriebene 
Verfahren geht von einer Leiterpiatte aus, wie sie anhand der 
Fig. 1 beschrieben wurde. 

In Fig. 3A ist die Leiterpiatte dargestellt, welche einen 

60 flexiblen Folientrager 302, sowie einen ersten Abschnitt 
304, einen zweiten Abschnitt 306 und einen dritten Ab- 
schnitt 308 umfaBt. In den Bereichen zwischen den Ab- 
schnitten 304, 306 und 308 liegt der Folientrager 302 frei, 
wodurch die erforderlichen flexiblen Bereiche 310 gebildet 

65 werden. Hinsichtlich der Befestigung und der verwendeten 
Materialien der Abschnitte 304, 306 und 308 sowie des Fo- . 
lientragers 302 wird auf die Beschreibung im Zusammen- 
hang mit der Fig. 1 verwiesen. 
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Der Abschnitt 304 wird den Boden bzw. die Grundplatte 
des entstehenden Gehauses bilden, und ist durch einen star- 
ren Trager 312 und durch einen flexiblen Trager 314 gebil- 
det. Der starre Trager 312 ist auf seiner dem flexiblen Fo- 
lientrager 302 abgewandten Oberflache 316 mit einer Mehr- 5 
zahl von Lotkugelkontakten 318 versehen, welche dazu die- 
nen, das fertigestellte Gehause, z. B. mit einer Haupt-Leiter- 
platine, zu verbinden, und die uber Durchkontaktierungen 
319 mit dem Folientrager 302 verbunden sind. 

Der flexible Trager umfaBt ein Bauelement 320. Das Bau- to 
element 320 ist uber Lotkontakte 322 mit der Hauptoberfla- 
che 324 des flexiblen Tragers 314 verbunden, wobei die 
Hauptoberflache 324 dem flexiblen Folientrager abgewandt 
ist. Ferner ist auf dem flexiblen Folientrager bereits ein er- 
stes Abstandhalteelement 326 angeordnet. 15 

Der zweite Abschnitt 306 wird den Deckel bzw. die Ab- 
deckung des fertiggestellten Gehauses bilden, und ist durch 
einen starren Trager 328 gebildet, und umfaBt eine Mehrzahl 
von Durchkontaktierungen 329. 

Der dritte Abschnitt 308 wird eine Zwischenlage in dem 20 
Gehause bilden. Der dritte Abschnitt 308 ist durch einen 
starren Trager 330 sowie durch einen flexiblen Trager 332 
gebildet, welche auf gegeniiberliegenden Oberflachen des 
Folien tragers 302 angeordnet ist. 

Zur Herstellung des Gehauses wird zunachst die Zwi- 
schenlage 308 durch Verbiegen des flexiblen Bereichs 310, 
der zwischen der Zwischenablage 308 und dem Boden 304 
angeordnet ist, umgeklappt, so daB die Zwischenlage 308 
auf den Abstandhalteelementen 326 des Bodens 304 zum 
Liegen kommt. Die sich ergebende Situation nach erfolgter 
Bestiickung der Zwischenlage 308 ist in Fig, 3B dargesteilt. 
Wie in Fig. 3B weiter zu sehen ist, ist nunmehr auch die 
Zwischenlage 308 bestiickt worden, wobei bei dem Ausfuh- 
rungsbeispiel auf dem flexiblen Trager 332 der Zwischen- 
lage ein erstes Bauelement 334 und ein zweites Bauelement 
336 mittels Lotkontakten 338 befestigt ist. Ferner ist auf 
dem flexiblen Trager 332 ein zweites Abstandhalteelement 
340 angeordnet. 

Wie in Fig. 3B detaillierter dargesteilt ist, weist das Ab- 
standhalteelement 326 in demjenigen Bereich, in dem die 
Leiterplatte gebogen wird, Ausnehmungen 342 auf, welche 
dazu dienen, die flexible Tragerfolie nach dem Zusammen- 
klappen aufzunehmen, so daB die auBeren Abmessungen des 
entstehenden Gehauses nicht uberschritten werden, und der 
flexible Bereich ferner mechanisch geschiitzt ist. 

In einem nachfolgenden Schritt wird der zweite Abschnitt 
bzw. Deckel 306 um den verbleibenden flexiblen Bereich 
310 derart umgeklappt, daB dieser auf dem Abstandhalteele- 
ment 340 zum Ruhen kommt. Das sich ergebende Gehause 
ist in Fig. 3C dargesteilt und ist in seiner Gesamtheit mit 
dem Bezugszeichen 344 bezeichnet. Wie in Fig. 3C zu se- 
hen ist, weist das zweite Abstandhalteelement 340 in dem 
Bereich, in dem der flexible Trager 302 um dasselbe gebo- 
gen wird, Ausnehmungen 346 auf, welche den gleichen 
Zweck, wie die bereits oben beschriebenen Ausnehmungen 
342 erfiillen. 

Bei dem in Fig. 3 dargestellten Gehause 344 ist das Innere 
desselben in mehrere Ebenen aufgeteilt. Die Aufleilung des 
Gehauses 344 in einzelne Ebenen kann vorzugsweise dazu 
benutzt werden, unterschiedliche Funktionen voneinander 
zu trennen. Hieraus resultiert die Moglichkeit, standardi- 
sierte Stapellagen zu bilden, welche Prozessoren oder Spei- 
cherbausteine aufnehmen. Andere Stapellagen konnen fur 
bestimmte Anwendungen ausgelegt sein, z. B. um Sensoren 
aufzunehmen, Der Stapelaufbau, wie er in Fig. 3C darge- 
steilt ist, kann auch dazu genutzt werden, Analog- und Digi- 
talteile einer Schaltung zu trennen. Ferner kann durch die 
Aufteilung des Gehauses in die einzelnen Ebenen (Stapella- 
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gen) lokal eine elektromagnetische Abschirmung erfolgen. 

Wie es anhand der Fig. 3 beschrieben wurde, dienen die 
flexiblen Teile 310 der Leiterplatte dazu, beim Zusarnmen- 
bau des Gehauses bzw. Stapels gebogen zu werden, so daB 
die Lagen bzw. Abschnitte 304, 306 und 308 im wesentli- 
chen ubereinander angeordnet werden. GemaB einem bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiel konnen die flexiblen Bereiche 
310 derart ausgestaltet sein, daB diese eine elektrische Ver- 
bindung zwischen den einzelnen Lagen 304, 306 und 308 
herbeifuhren, wie dies bereits anhand der Fig. 2 naher be- 
schrieben wurde. Solche elektrischen Verbindungen konnen 
dazu dienen, Leistungs-, Masse-, Signal- und Busanschliisse 
zu fuhren. 

Der Abstand zwischen den einzelnen Ebenen in dem Ge- 
hause bzw. der Stapel lagen wird durch die Abstandhalteele- 
mente 326, 340 festgelegt, welche beispielsweise durch 
starre Rahmen gebildet sind. Die starren Rahmen bestehen 
bevorzugterweise aus dem Material FR-4. Die Rahmenhohe 
ist hierbei so gewahlt, daB der minimal mogliche Biege- 
radius der flexiblen Folie 302 in dem flexiblen Bereich 310 
nicht uberschritten wird, und die benotigte Einbauhohe der 
in dem Gehause 344 auf zunehmenden Bauelemente 320, 
334, 336 erreicht wird. Wie bereits beschrieben wurde, ist 
zur besseren Ausgestaltung der Biegung des flexiblen Be- 
reichs 310 der Leiterplatte der Rahmen 326, 340 an den Bie- 
gestellen mit Aussparungen 342, 346 versehen, so daB die 
flexible Folie 302 nach dem Zusammenklappen die auBeren 
Abmessungen des Gehauses 344 nicht uberschreitet und fer- 
ner mechanisch geschiitzt ist. 
30 Die in Fig. 3 dargestellte Zwischenlage 308 kann entwe- 
der starr oder flexibel ausgefuhrt sein, wobei eine flexible 
Zwischenlage den Vorteil hat, daB eine Flip-Chip- oder 
SMD-Befestigung mittels Laserbonden von der Ruckseite 
des flexiblen Schaltungstragers moglich ist. Flexible Schal- 
35 tungstrager lassen sich auch in einem sehr feinen RastermaB 
strukturieren, mit sehr kleinen Durchkontaktierungen. 

Die Bestiickung der Leiterplatte erfolgt durch Kleben, 
Loten, Thermokompressionsbonden oder Laserloten durch 
die flexible Tragerfolie. Auch eine zweiseitige Montage der 
40 Stapel lagen bzw. Ebenen ist moglich, wie dies nachfolgend 
noch dargesteilt werden wird. Die Starr-Flex-Leiterplatte 
bietet auch die Moglichkeit von Rolle zu arbeiten, was die 
Produktionskosten aufgrund der einfacheren Handhabbar- 
keit bei hohen Stuckzahlen senkt. 
45 Um das in Fig. 3C dargestellte Gehause 344 abschlieBend 
fertigzustellen, wird nach dem Zusammenklappen der La- 
gen und vorzugsweise nach der vollstandigen Montage aller 
Bauelemente eine ausreichende mechanische Verbindung 
der Ebenen beispielsweise unter Aufbringung von Druck 
50 und Temperatur in einem Laminiervorgang erzeugt. 

Es wird darauf hingewiesen, daB die anhand der Fig. 3 be- 
schriebene Reihenfolge der Aufbringung von Bauelementen 
und der Anbringung der Abstandhalteelemente nicht zwin- 
gend ist, sondern daB auch zunachst samtliche Bauelemente 
55 auf die entsprechenden Trager aufgebracht werden, und erst 
anschlieBend die Abstandelemente vorgesehen werden. 

Anhand der Fig. 4 wird ein weiteres Beispiel einer Leiter- 
platte dargesteilt, die zur Herstellung eines Gehauses gemaB 
der vorliegenden Erfindung dient. 
60 Die in Fig. 4 dargestellte Leiterplatte umfaBt einen flexi- 
blen Folientrager 402, einen ersten Abschnitt 404, der die 
Grundplatte bzw. den Boden des herzustellenden Gehauses 
bilden wird, einen zweiten Abschnitt 406, welcher die Ab- 
deckung des herzustellenden Gehauses bilden wird, sowie 
65 einen dritten Abschnitt 408 und einen vierten Abschnitt 410, 
welche Zwischenlagen in dem herzustellenden Gehause bil- 
den werden. 

Der erste Abschnitt (Boden) 404 umfaBt einen starren 
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Trager 412, welcher auf seiner dem Folientrager 402 abge- 
wandten Oberflache 414 mit Lotkugelkontakten 416 verse- 
hen ist, welche eine Befestigung des sich ergebenden Ge- 
hauses auf einer Haupt-Leiterplatine ermoglichen. Ferner ist 
ein erstes Abstandhalteelement 420, beispielsweise in der 
Form eines starren Rahmens, vorgesehen. Das Abstandhal- 
teelement bzw. der Rahmen 420 sind derart angeordnet, daB 
zwischen dem Rahmen 420 und dem starren Trager 412 des 
ersten Abschnitts 404 ein Teil des ftexiblen Folientragers 
402 eingeschlossen ist 

Die Abdeckung 406 umfaBt einen starren Trager 422, auf 
dessen, dem Folientrager 402 abgewandten Hauptoberflache 
424 ein Bauelement 426, z. B. ein Quartz, sowie ein Steck- 
verbinder 428 befestigt sind. Ferner ist ein zweites Abstand- 
halteelement 430 vorgesehen. 

Der dritte Abschnitt 408, welcher eine Zwischenlage in 
dem Gehause bilden wird, umfaBt einen starren Trager 432, 
auf dessen, dem Folientrager 402 zugewandten Hauptober- 
flache 434 ein SMD-Bauelement 436 auf herkommliche Art 
und Weise befestigt ist. Ferner ist die Hauptoberflache 434 
mit einem dritten Abstandhalteelement 438 versehen. Auf 
der der ersten Hauptoberflache 434 gegeniiberliegenden 
Hauptoberflache 440 des Tragers 432 sind zwei Bauele- 
mente 442 und 444 durch eine Flip-Chip-Befestigung mon- 
tiert. Ein viertes Abstandhalteelement 446 ist auf der Ober- 
flache 440 angeordnet, wobei zwischen der Oberflache 440 
und dem Abstandhalteelement 446 der flexible Folientrager 
verlauft. 

Der dritte Abschnitt 410, welcher in dem Gehause eine 
Zwischenlage bilden wird, umfaBt einen starren Trager 448, 
auf dessen dem Folientrager abgewandten Hauptoberflache 
450 ein erstes SMD-Bauelement 452 und ein zweites SMD- 
Bauelement 454 auf herkommliche Art und Weise befestigt 
ist, Auf der der ersten Hauptoberflache gegeniiberliegenden 
Oberflache 456 des Tragers 448 ist ein Mikroprozessor 458 
auf herkommliche Art und Weise befestigt, und femer ist ein 
viertes Abstandhalteelement 460 angeordnet, welches zwi- 
schen sich und der Hauptoberflache 456 den flexiblen Fo- 
lientrager 402 einschlieBt 

Zwischen den Abschnitten 404, 406, 408 und 410 sind 
flexible Bereiche 462, 464, 466 gebildet, in denen der flexi- 
ble Folientrager 402 freiliegt 

Der Abstand zwischen den Abschnitten 404, 406, 408 
und 410 betragt bei dem in Fig. 4 vorzugsweise 1,5 mm. 

Die Dicke der einzelnen starren Trager 412, 422, 432 und 
448 betragt bevOrzugterweise 0,5 mm, die Dicke der Ab- 
standhalteelemente 420, 430, 438, 446 und 460 betragt 
1,0 mm. 

Durch Zusammenklappen und Beaufschlagen mit Druck 
und Temperatur ergibt sich das in Fig. 5 dargestellte Ge- 
hause 500. Wie bereits anhand der Fig. 3 beschrieben 
wurde, sind auch dort diejenigen Abschnitte der Abstand- 
haltelemente, um die sich die flexiblen Bereiche der Leiter- 
platte biegen, derart ausgestaltet, daB der flexible Bereich 
nicht iiber die Abmessung des Gehauses hinaustritt. 

In Fig. 6 ist eine mogliche Konfiguration eines flachig an- 
geordneten Rasters von Lotkugelkontakten dargestellt, die 
sich beispielsweise auf der Unterseite des Bodens der oben 
beschriebenen Ausfiihrungsbeispiele wiederfindet, um so 
eine Verbindung mit einer Haupt-Leiterplatine. zu ermogli- 
chen. Die Flache, auf der die Kontakte angeordnet sind, ist 
quadratisch dargestellt und mit dem Bezugszeichen 600 ver- 
sehen, und die Lotkugelkontakte sind mit dem Bezugszei- 
chen 602 versehen. 

Die in Fig. 6 dargestellte Anordnung wird beispielsweise 
auch fur BGA-Gehause verwendet, und bei identischer Aus- 
gestaltung eines Deckels und eines Bodens mit dem glei- 
chen AnschluBraster wird hierdurch eine Stapelung von 
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mehreren einzelnen Gehausen ermoglicht. 

In der obigen Beschreibung der bevorzugten Ausfiih- 
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung wurde eine Lei- 
terplatte beschrieben, welche aus einem flexiblen Folientra- 
5 ger besteht, auf dem einzelne starre oder flexible Trager auf- 
laminiert sind um so die oben beschrieberie Struktur von 
Tragern mit dazwischen angeordneten flexiblen Bereichen 
zu erreichen. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf 
eine solche Ausgestaltung der Leiterplatte beschrankt, son- 
10 dem vielmehr erstreckt sich die vorliegende Erfindung auch 
auf Leiterplatten, welche durch einen flexiblen Trager gebil- 
det sind, der vorbestimmte Bereiche aufweist, in denen Bau- 
elemente und Abstandhalteelemente angebracht werden, 
und der zumindest einen flexiblen Bereich zwischen solchen 
15 vorbestimmten Bereichen aufweist, um das erforderliche 
Umklappen zur Herstellung des Gehauses zu gestatten. Die 
vorliegende Erfindung ist auch nicht auf die oben beschrie- 
benen Materialien der verschiedenen Elemente beschrankt, 
sondern vielmehr konnen auch andere geeignete Materialien 
20 eingesetzt werden. Anstelle einer flexiblen Leiterplatte oder 
eines flexiblen Substrats kann auch eine Leiterplatte Oder 
ein Substrat verwendet werden, welches aus einem starren 
Material besteht und die erforderlichen flexiblen Bereiche 
aufweist. 

25 Neben der oben beschriebenen Mdglichkeit, die starren 
Trager auf dem flexiblen Folientrager aufzulaminieren, kon- 
nen die verschiedenen Abschnitte 104, 106 und 108 auch 
dadurch gebildet werden, daB auf dem flexiblen Folientrager 
diese Abschnitte aufgegossen sind. 

30 

Patentanspruche 

1. Gehause zur Aufnahme eines Bau elements, insbe- 
sondere ein stapelbares Gehause zur Aufnahme eines 

35 elektronischen Bauelements, mit: 
einer Abdeckung (306; 406); und 
einer Grundplatte (304; 404); 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Abdeckung (306; 406) und die Grundplatte (304; 
40 404) durch eine Leiterplatte einstuckig gebildet sind; - 
die Leiterplatte zumindest einen flexiblen Bereich ^ 
(310; 464) aufweist; und 

die Leiterplatte in ihrem flexiblen Bereich (310; 462, 
464, 466) derart gebogen ist, daB die Abdeckung und 
45 die Grundplatte im wesentlichen zueinander gegen- 
uberliegend angeordnet sind, und zwischen der Abdek- 
kung und der Grundplatte ein Abstandhalteelement 
(326, 340; 420, 430, 438, 446, 460) angeordnet ist. 

2. Gehause nach Anspruch 1; gekennzeichnet durch 
50 zumindest eine Zwischenlage (308), die durch die Lei- 
terplatte gebildet ist, wobei die Leiterplatte eine Mehr- 
zahl von flexiblen Bereichen aufweist und in ihren fle- 
xiblen Bereichen derart gebogen ist, daB die Abdek- 
kung, die Grundplatte und die zumindest eine Zwi- 

55 schenlage gestapelt angeordnet sind, wobei das Ab- 
standhalteelement ein erstes Bauteil (326), das zwi- 
schen der Abdeckung und der Zwischenlage angeord- 
net ist, und ein zweites Bauteil (340), das zwischen der 
Zwischenlage und der Grundplatte angeordnet ist, um- 

60 faBt. 

3. Gehause nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterplatte einen Folientrager (302; 
402) aufweist, auf den in vorbestimmten Bereichen 
starre/flexible Trager (312, 328, 330, 332; 412, 422, 

65 432, 448) laminiert sind, wobei die flexiblen Bereiche 
(310; 464) der Leiterplatte durch die Bereiche des Fo- . 
lientragers (302; 402) gebildet sind, in denen keine 
Trager laminiert sind. 



DE 198 00 928 A 1 



4. Gehause nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterplatte einen Folientrager (302; 
402) aufweist, auf den in vorbestimmten Bereichen 
starre/-flexible TVager (312, 328, 330, 332; 412, 422, 
432, 448) aufgegossen sind, wobei die flexiblen Berei- 5 
che'(310; 464) der Leiterplatte durch die Bereiche des 
Folientragers (302; 402) gebildet sind, in denen keine 
Trager aufgegossen sind. 

5. Gehause nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Abstandhalteelement (326, to 
340; 420, 430, 438, 446, 460) durch einen starren Rah- 
men gebildet ist, der Ausnehmungen (342, 346) zur 
Aufnahme des flexiblen Bereichs der leiterplatte auf- 
weist, so daB die auBeren Abmessungen des Gehauses 
durch den gebogenen, flexiblen Bereich der Leiter- 15 
platte nicht uberschritten werden. 

6. Gehause nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Leiterplatte in den nicht-gebo- 
genen Bereichen mit Bauelementen (320, 334, 336; 
436, 442, 444, 452, 454, 458) bestuckt ist, wobei die 20 
flexiblen' Bereiche der Leiterplatte mit elektrischen 
Leitungen versehen sind, um eine elektrische Verbin- 
dung zwischen den mit Bauelementen bestuckten Be- 
reichen herzustellen. 

7. Gehause nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 25 
gekennzeichnet, daB die Abdeckung und die Grund- 
platte auf ihrer, dem Gehause abgewandten Hauptober- 
flache mit einem AnschluBflachenraster (602) versehen 
sind. 

8. Gehause nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 30 
daB die AnschluBflachenraster (602) der Abdeckung 
und der Grundplatte identisch sind, so daB das Gehause 
stapelbar ist. 

9. Verfahren zur Hersteilung eines Gehauses zur Auf- 
nahme eines Bauelements, insbesondere eines stapel- 35 
baren Gehauses zur Aufnahme eines elektronischen 
Bauelements, gekennzeichnet durch folgende Schritte: 
BereitsteUen einer Leiterplatte (100; 200) mit zumin- 
dest einem ersten Bereich (104; 204; 304; 404), einem 
zweiten Bereich (206; 206; 306; 406) und zumindest 40 
einem flexiblen Bereich (110; 250; 310; 462, 464, 464); 
Bestucken der Leiterplatte mit Bauelementen (228; 
320, 334, 336; 436, 442, 444, 452, 454, 458), in zumin- 
dest einem der ersten und zweiten Bereiche; 
Umklappen der Leiterplatte durch Verbiegeri des zu- 45 
mindest einen flexiblen Bereichs, derail, daB der erste 
und der zweite Bereich der Leiterplatte im wesentli- 
chen einander gegeniiberliegen; und 

Anordnen eines Abstandhalteelements (234; 326, 340; 
420; 430, 438, 446, 460) zwischen dem ersten und dem 50 
zweiten Bereich der Leiterplatte. 

10, Verfahren nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch 
folgenden Schritt: 

Verbinden von Abstandhalteelement und ersten und 
zweiten Bereich der Leiterplatte durch Beauf schlagung 55 
mit einem vorbestimmten Druck und vorbestimmten 
Teinperatur. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Schritt des Anordnens eines Ab- 
standhalteelements nach dem Schritt des Bereitstellens 60 
der Leiterplatte oder nach dem Schritt des Bestuckens 
der Leiterplatte folgt. 
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AN: PAT 1999-289239 

TI: Stackable housing for electronic component 
PN: DE19800928-A1 
PD: 15.04.1999 

AB: NOVELTY - The circuit board has at least one flexible 

section so bent that the cover and base plate are mutually 
opposite and contain between them a spacer. The circuit board 
forms an intermediate layer, and comprises several flexible 
sections so bent that the cover, base plate, and the 
intermediate layer (s) form a laminate. The spacer contains a 
first component between the cover and intermediate layer, and a 
second component between the intermediate layer and the base 
plate.; USE - For ball grid array packages, surface mounted 
device components, etc. ADVANTAGE - Simple, low-cost contacting 
on top and bottom in standard raster. DESCRIPTION OF DRAWING (S) 
- Example of circuit board used in present invention. 
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